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GENERALIDADES

El bondeo es una técnica también conocida como laminacién, la cual consiste en la
unién de dos o mas sustratos para obtener un producto final con caracteristicas
diferentes a cada uno de sus componentes individuales, el cual es apto para suplir
necesidades que no podrian satisfacer separadamente los materiales involucrados. En
la industria textil los sustratos mas usados son: Telas tejidas, material no tejido,
espuma, EVA, polipropileno, lefa, etc.

El proceso de pegue 6 ligado se realiza con la aplicacion de productos que mantienen
unidos los sustratos, o por medio de la fusién de las fibras de un material con otro.

En el proceso en que se usan resinas como producto ligante, se debe tener especial
cuidado en el control de la viscosidad de la pasta de bondeo, la cual generalmente
debe estar por encima de los 10.000 cPs, buscando tener poca tendencia al flujo y asi
controlar la penetracién en el sustrato, especialmente en el caso de trabajar con
sustratos porosos como la espuma.

Con esta técnica se obtienen principalmente materiales que son empleados en la

industria del calzado, marroquineria, tapiceria, forros para automéviles, y productos
usados en confeccidén especialmente en corseteria.

PROCESO

El bondeo es una técnica que puede realizarse manualmente o mediante equipos de
aplicacion, teniendo en cuenta que la viscosidad y reologia de la pasta dependeran de
los sustratos y del sistema de aplicacion.

Preparacion de la pasta

Generalmente para el Bondeo de cualquier tipo de materiales se utilizan pastas de alta
viscosidad (10,000 — 25,000 cPs), con depositaciones sobre el sustrato que pueden
variar entre 40 y 200 g/m2 secos. Esta viscosidad asegura que la penetracién en el
material sea la adecuada, garantizando un mejor desempeio de la resina y un mejor
pegue entre los sustratos.
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La depositaciéon o entrega de producto sobre el sustrato esta directamente relacionada
con la viscosidad, en consecuencia esta variable debe ser controlada y sostenida en
un rango que permita garantizar las mismas condiciones de pegue en los bondeados
de la misma referencia.

Formulacion orientativa de preparacion de pastas de bondeo.

PRODUCTO CANTIDAD
Resina 95 -98 %
Espesante 1.0-2.0%
Antiespumante* | 0.1-0.5%
Amoniaco 0.2-0.5%
TOTAL 100 %

Descripcién de los componentes de la pasta:

Resina: Es la encargada de la adhesion de los materiales y constituye la parte activa de
la pasta. Las resinas mas utilizadas son homopolimeros o copolimeros de acrilatos,
dependiendo de la composicién quimica de estos polimeros se determinan acrilicas
puras, acrilicas — estirenadas y las vinil - acrilicas. La composicion quimica del
monémero a partir del cual es elaborada determina las propiedades de dureza,
suavidad, elasticidad, resistencia o afinidad al agua.

La eleccion de la resina depende principalmente del uso final del producto bondeado,
ya que esta es la que determina las caracteristicas de rigidez, flexibilidad y resistencia
al lavado.

Espesante: Su principal objetivo es elevar la viscosidad de la pasta y asi controlar la
penetracion en los sustratos. Debe ser incorporado sélo en la medida justa, ya que la
resistencia al agua del ligado disminuye al aumentar su proporcion. Los mas
empleados son los de naturaleza acrilica que trabajan en medio alcalino, aunque
también pueden emplearse derivados celulésicos. El espesante debe ser incorporado a
la pasta lentamente y bajo agitacion constante. Se debe tener especial con el control
de la viscosidad, ya que de esta depende en gran medida la penetracion en el sustrato

y por ende las caracteristicas del pegue obtenido.
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Antiespumante: Su funcién consiste en regular la formacién de espuma y prevenir el
desarrollo de burbujas durante el proceso de preparacion y aplicacion de la pasta de
bondeo. Existen numerosos tipos de antiespumantes, los mas utilizados en este tipo
de aplicacién son los de tipo no siliconado que poseen mayor afinidad con el sistema
al cual van a ser incorporados.

Alcali - Amoniaco (u otra base): Su funcion es ajustar el pH de la pasta para lograr el
total desempeiio del espesante. La naturaleza volatil del amoniaco ofrece ventajas
sobre la permanencia alcalina de otras sustancias, tales como la soda caustica, la cual
afecta la resistencia al agua en el producto final.

Los ajustes a esta formulacion deben ser hechos con base en resultados
experimentales, teniendo en cuenta las condiciones de aplicacion, las caracteristicas

propias de la maquina empleada y las condiciones de pegue requeridas.

Aplicacién de la pasta y unién de los sustratos

La aplicacion se hace generalmente mediante el uso de rasquetas y/o rodillos,
teniendo en cuenta que la presion ejercida determina la depositacion y penetracion del
producto aplicado.

El proceso de bondeo no es complejo en términos de equipos, sin embargo se
requiere conocimiento y experticia en el manejo adecuado de los componentes de la
pasta. El esquema general del proceso cuenta con un dosificador de la resina, un
sistema mecanico de unién de los sustratos y un secador al final de la linea de
operacion.

El siguiente diagrama ilustra una de las formas de llevar a cabo este proceso:

PRODUCT
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También existen sistemas manuales de operacion, los cuales generalmente utilizan una
pistola de aire, rodillo o rasqueta para aplicacion de la pasta y un mecanismo manual
de unién y secado. Sin embargo, este tipo de esquema no es eficiente cuando se

requiere de produccion en linea y a gran escala.

Las variaciones en el esquema general de operacién obedecen basicamente a la forma
de aplicacion de la pasta, ya que existen distintas posibilidades de depositarla e
igualarla sobre el sustrato. La aplicacion se hace a partir de un recipiente o mediante
un cilindro, mientras que la igualacién se lleva a cabo por medio de rasquetas. Estas
ultimas son cuchillas de metal, vidrio o plastico. El area, la forma y la presiéon con la
cual se apoyan las rasquetas sobre el material de soporte estan condicionadas por la
depositacion deseada.

En un proceso estandar de bondeo, con velocidad regulada, sustratos uniformes, y
condiciones de secado uniformes, la viscosidad de la pasta determina el rendimiento y
la calidad de ligado obtenido. Dosificar mas producto no implica necesariamente una
mayor adhesion, lo importante es garantizar que el producto aplicado forme una
pelicula sobre la superficie del sustrato, evitando alta penetracion.

Es importante recordar que el contenido de sélidos en la pasta de bondeo no
determina por si sélo el contenido efectivo de sélidos en el bondeo, sino que este
depende de varios factores como la dosificacién y la penetracion de la pasta en el
sustrato, que estan afectados principalmente por su viscosidad, la velocidad de
aplicacion, la nivelaciéon y presién de los rodillos.

seca’do forma'CIon de eIICUIa Esquema general del proceso de formacién de pelicula en la aplicacion de resinas.
Sustrato 1 Avlicacion inici
. plicacion inicial
El secado y el curado de estas resinas se 0.0 0 0 0 0O riade Bondeo:
O ° O O ° Polimero + Agua

realiza en hornos de secado (Ramas), o en Sustrato 2
cilindros con temperatura (o calandras),
manejando temperaturas que varian entre

90 y 170 °C con tiempos de residencia
aproximados entre 30 y 90 segundos, Hvomasiaid
cuando la cantidad de producto aplicado bondeado
esta entre 40 y 200 g/m?.

Agua Agua
| Evaporacion del agua y
deformacion de las particulas
del polimero

Formacion de pelicula
(Coalescencia) y ligado
de los sustratos

Esquema general del proceso de
formacion de pelicula en la aplicacion de
resinas.
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PRODUCTOS

Texbond BDM 10

Resina AE de tacto suave, pelicula elastica y flexible de buena adhesion, facil secado y
excelente humectacion sobre las fibras del sustrato. Recomendada para el sector
corseteria y calzado, laminado de espuma con tejidos de poliamida y poliéster.
Producto de viscosidad media, lista para usar.

Texbond 17

Resina AE de tacto medio, usada en el proceso de bondeo y laminacion de productos
para corseteria y calzado. Forma una pelicula flexible de alta adhesién y resistencia al
lavado en humedo y seco. Tiene una excelente humectacién sobre las fibras. Producto
de alta viscosidad, lista para usar

Texbond JCF

Resina AE de tacto suave, usada en el proceso de bondeo y laminaciéon de espuma con
poliamida y poliéster. Forma una pelicula elastica, flexible de buena adhesion. Tiene
una excelente humectacion sobre las fibras. Requiere ajuste de viscosidad de acuerdo
a las necesidades especificas de la aplicacion.

Texbond 10 A

Resina AE de tacto medio, usada en el proceso de bondeo y laminacion de productos
para corseteria y calzado.

Forma una pelicula flexible de alta adhesion y resistencia al lavado en humedo y seco.
Tiene una excelente humectacién sobre las fibras. Producto de viscosidad media, lista
para usar.

Texbond LSC

Resina AE para bondeo, de tacto medio-rigido, usada en el proceso de bondeo y
laminacion de productos para corseteria y calzado. Forma una pelicula flexible pelicula
flexible de alta adhesién y resistencia al lavado en humedo y seco. Producto de alta
viscosidad.
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PRODUCTOS

Lancryl TC 403
Espesante acrilico, actia con la adicion de alcali hasta un pH 6ptimo de 8.5. La

viscosidad final es muy estable. No presenta flotacion de liquido en la superficie del
sistema espesado.

Antiespumante Novaprint K
Producto para evitar la formacién de espuma durante la preparacion de la pasta de
bondeo durante el proceso de aplicacion.
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